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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE		
CONTACT :  mediaroom@samtec.com

Samtec sera présent à l'ECOC 2026 et participera à 
la démonstration d'interopérabilité de l’OIF

Retrouvez les produits Samtec sur le stand #2004 et sur le stand de l’OIF #2126/2128 dans le cadre de la démonstration d'interopérabilité de l’OIF.

New Albany, IN, 8 septembre 2026 — Samtec, Inc., leader du service dans le secteur des connecteurs, présentera des solutions d'interconnexion optique et cuivre hautes performances de nouvelle génération sur le stand #2004 lors du prochain salon ECOC (du 21 au 23 septembre au Trade Fairs and Congress Center de Málaga, Málaga, Espagne).
Samtec Networking Solutions sur le stand #2004 
[image: ]Les interconnexions haute vitesse Samtec sont fréquemment utilisées dans les applications d’IA, et de calcul haute performance, médicales, de test & mesure, et FPGA. Cette année à l’ECOC, Samtec présentera des démonstrations intégrant ses technologies Si-Fly® HD CPX Co-Packaged et Near-Chip pour applications optiques et cuivre jusqu'à 448 Gbit/s, incluant des moteurs silicium et optiques provenant de plusieurs partenaires, ainsi que le système de test haute performance Bulls Eye® BE130 pour applications 448 Gbit/s. Samtec présentera également des preuves de concept (PoC) de nouvelle génération pour la connectivité à 448 Gbit/s, idéalement adaptées aux infrastructures et aux cas d'usage d’IA de type scale-up/scale-out.
Démonstration d'interopérabilité de l’OIF
Sur le salon ECOC 2026, la vitrine d'interopérabilité de l'OIF sur les stands #2126/2128 constitue une plateforme de validation pour les fournisseurs, transformant les accords de mise en œuvre (IA) en solutions d’interopérabilité fonctionnelles et reproductibles. Cela permet aux opérateurs de réduire les risques d'intégration, de maintenir la flexibilité d'approvisionnement et de passer sereinement de l'innovation au déploiement. Les démonstrations de cette année réuniront 39 entreprises autour de quatre domaines technologiques critiques : Systèmes optiques ; Interfaces Écoénergétiques (EEI) et Co-packaging ; E/S Électrique Commun (CEI) : CEI-448G, CEI-224G ; et Spécification Commune d'Interface de Gestion (CMIS). 
Les équipements Samtec suivants seront présentés lors des démonstrations CEI et EEI avec différents partenaires :
· Un châssis de démonstration pour 224 Gbit/s incluant des modules Samtec Si-Fly HD CPX (cuivre et optique), illustrant la validité du concept CPX et de l'architecture MSA 
· Un Samtec BE90 sur une carte Bulls Eye ISI à 224 Gbit/s 
· Les assemblages de câbles micro-ondes RF haute performance Samtec BE70 et Nitrowave® LL110 et LL130 fonctionnant à 224 Gbit/s   
· Les connecteurs et adaptateurs Samtec Precision RF 1,0 mm et 1,85 mm 
· [bookmark: OLE_LINK1]Des prototypes Si-Fly HD 448 PAM4 et PAM6 utilisant un Twinax  Eye Speed® Hyper Low Skew de 1 m.

Le système Si-Fly HD co-packaged et near-chip system de Samtec est une solution de co-packaging cuivre et optique à connexion électrique, réalisable sur un substrat de 95 x 95 mm ou moins en utilisant le connecteur SFCM de Samtec. Le SFCM se monte directement sur le substrat du boîtier et peut être connecté à l’aide de l'assemblage de câbles SFCC de Samtec ou interopérable avec des assemblages de câbles optiques standards de l'industrie. 
La connectivité co-packagée élimine les pertes d'insertion au niveau du breakout BGA et du PCB, permettant ainsi de réaliser un canal DAC passif complet 224G offrant des performances exceptionnelles à faible coût. Samtec présente également des prototypes PoC Si-Fly HD 448 Gbit/s pour PAM4 et PAM6.
La carte d’évaluation Bulls Eye ISI Evaluation Board propose de nombreux chemins de signal de longueur variable avec des profils de perte caractérisés au-delà de 130 GHz. Combinée à un ensemble de test Bulls Eye, cette solution fournit une plateforme de test pour valider et vérifier les SerDes haute vitesse, ainsi que pour évaluer et démontrer les performances des signaux PAM4 à 224 Gbit/s et 448 Gbit/s.
Plus d'informations	
· Solutions optiques actives et passives hautes performances
· Si-Fly HD 224 Gbit/s PAM4, systèmes co-packagés et Near-Chip
·  Produits Samtec Precision RF 
· Démonstration vidéo du produit Si-Fly HD CPX de Samtec : chaîne YouTube de Samtec
· Contactez les experts techniques de Samtec sur le stand #2004 ou consultez HDR@samtec.com

À propos de l'OIF (Optical Internetworking Forum)
L’OIF fait vivre l'interopérabilité à l'échelle de l'industrie lors de l'ECOC 2026, accélérant le développement de réseaux évolutifs et efficaces pour l'ère de l'IA 
L’OIF est de retour à l’ECOC 2026 avec une démonstration en direct d'interopérabilité multi vendeurs, réunissant 39 entreprises participantes. Couvrant les interfaces optiques, électriques, à haute efficacité énergétique et de gestion, cette démonstration met en avant l'interopérabilité entre les systèmes optiques, les E/S électriques communes (Common Electrical I/O) 448G et 224G (CEI), le CMIS, le co-packaging, les interfaces à haute efficacité énergétique, et d’autres technologies, faisant progresser des réseaux évolutifs et efficaces adaptés à l'ère de l'IA. Rendez-vous sur le stand de l’OIF  #2126 ou, pour plus d’informations, consultez le site de l’OIF https://www.oiforum.com/meetings-events/oif-ecoc-2026. 
À propos de Samtec
Fondée en 1976, Samtec est une entreprise privée, fabricant mondial réalisant un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars, qui propose une large gamme de solutions d’interconnexion électronique, incluant des câbles carte à carte haute vitesse, des câbles haute vitesse, des connecteurs optiques de carte et de panneau, RF de précision, à empilage flexible et des composants et câbles micro/robustes. Les centres de technologie Samtec se consacrent au développement et à l'avancement de technologies, de stratégies et de produits pour optimiser à la fois les performances et le coût d'un système, depuis la puce brute jusqu’à une interface située à 100 mètres, et tous les points d'interconnexion intermédiaires. Avec plus de 40 sites internationaux et des produits vendus dans plus de 125 pays différents, la présence mondiale de Samtec permet un service client inégalé. Pour plus d'informations, veuillez consulter : http://www.samtec.com
Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147  USA 
Tel : + 812-944-6733
www.samtec.com/media-room 

Notre équipe de presse se fait un plaisir de travailler avec les journalistes du monde entier pour proposer des articles sur des sujets captivants et innovants. Si vous êtes membre des médias ou de la presse et souhaitez en parler avec nous, veuillez envoyer un e-mail à mediaroom@samtec.com.
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